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1 Dopuszczalnos¢ Zespotow Elektronicznych

Przedmowa (kont.)

1.1 Zakres Niniejszy standard jest zbiorem wymagan dotyczgcych wizualnej jakosciowej dopuszczalnosci zespotow
elektronicznych. Niniejszy standard nie dostarcza kryteriéw dla oceny probek zgtadu.

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczgce dopuszczalnosci wytwarzania zespotow elektrycznych i elektronicznych.
Historycznie rzecz ujmujgc, standardy dotyczgce zespotdw elektronicznych zawieraty bardziej wyczerpujgce zasady i techniki
dotyczgce nauczania. W celu doktadniejszego zrozumienia zalecen i wymagan zawartych w niniejszym dokumencie, mozna
stosowa¢ go wraz z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 i IPC J-STD-001.

Celem tego dokumentu nie jest zdefiniowanie proceséw montazu jak réwniez nie jest nim autoryzacja naprawy/modyfikaciji

lub zmian produktu klienta. Na przyktad, informacje zawarte w tym dokumencie dotyczace klejéw taczacych komponenty nie
sg rownoznaczne z wymogiem ich stosowania, jak rowniez wyprowadzenie owiniete zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara dookota zakonczenia nie oznacza, ze wszystkie wyprowadzenia/przewody powinny by¢ owiniete zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara.

Uzytkownicy niniejszego standardu powinni zna¢ stosowne wymagania tego dokumentu oraz powinni wiedzie¢ jak je

zastosowac.

Obiektywny dowdd prezentujgcy znajomosé niniejszego dokumentu powinien byé zachowany. Gdy dowdd nie jest mozliwy
do zaprezentowania, organizacja powinna rozwazy¢ okresowe weryfikowanie umiejetnosci personelu w celu stwierdzenia
wiasciwego stosowania kryteriéw zawartych w standardzie.

IPC-A-610 okresla kryteria wykraczajgce poza zakres IPC J-STD-001 definiujgcy wymagania dotyczgce obstugiwania,
wymagania mechaniczne oraz wymagania dotyczgce wykonania. Tabela 1-1 jest zestawieniem powigzanych dokumentéw.

Tabela 1-1 Zestawienie Dokumentéw Powigzanych

Dopuszczalnosci

Cel Dokumentu Nr Specyfikacji Definicja

Standard IPC-2220 (Seria) | Wymagania konstrukcyjne odzwierciedlajgce trzy poziomy ztozonosci (Poziomy A, B i C)

Projektowy IPC-7351 wskazujgce bardziej precyzyjne geometrie, wieksze zageszczenie, wiecej krokdw procesu

IPC-CM-C770 do wytworzenia produktu.

Wskazéwki Dotyczace Procesu Zwigzanego z Komponentem i Montazem wspomagajace
projektowanie ptytki oraz zespotu, gdzie procesy ptytki koncentrujg sie na wzorach pél
lutowniczych dla montazu powierzchniowego, a montaz koncentruje sie na zasadach
dotyczgcych montazu powierzchniowego oraz montazu przez otwor, ktore sg zwykle
wprowadzane do procesu projektowania i dokumentacji.

Wymagania dla | IPC-6010 (seria) | Wymagania i dokumentacja dopuszczenia dla sztywnych, sztywno-elastycznych,

PCB IPC-A-600 elastycznych oraz innych typéw materiatow podtoza.

Dokumentacja IPC-D-325 Dokumentacja obrazujgca wymagania dotyczace ptytki oraz gotowego produktu, stworzone

Koncowego przez klienta lub wymagania dotyczace montazu koncowego produktu. Szczegdty moga,

Produktu ale nie muszg odnosi¢ sie do specyfikacji przemystowych czy standardow jakosciowych, jak
réwniez wtasnych preferencji klientéw lub wymagan dotyczacych standardéw wewnetrznych

Standardy J-STD-001 Wymagania dotyczace lutowanych zespotow elektrycznych i elektronicznych opisujgce

Koncowego minimalne dopuszczalne charakterystyki produktu koncowego jak rowniez metody oceny

Produktu (metody testéw), czestotliwosci testowania i odpowiednie wymagania dotyczgce kontroli
procesu.

Standard IPC-A-610 Pogladowy, interpretacyjny dokument, wskazujacy réozne charakterystyki ptytki i/lub

zespotu, dotyczgce standw docelowych, ktére wykraczajg poza minimalne, dopuszczalne
charakterystyki, wskazywane przez standardowe parametry koncowego produktu oraz
odzwierciedlajg rézne niezgodne stany (wskaznik procesu lub wada), aby wspomdc
procesy oceniania i wlasciwego reagowania.

Programy Udokumentowane wymagania szkoleniowe dotyczgce nauczania i uczenia sie procedur i
Szkolen technik produkcyjnych w celu wdrazania wymagan dotyczgcych dopuszczenia standardow
(Opcjonalny) koncowego produktu, standardéw dopuszczania lub wymagan szczegdtowo wymienionych
w dokumentacji klienta.
Modyfikacja i IPC-7711/7721 Dokumentacja dostarczajgca procedury w celu natozenia warstwy pokrywajgcej oraz
Naprawa usuniecia i wymiany komponentu, naprawy warstwy ochronnej ptytki (solder maski) oraz
modyfikacji/naprawy laminatu, przewodnikéw oraz platerowanych otworow.
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